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半導体事業のご紹介半導体事業のご紹介

QFN(個別仕様)SOP DIP26 BGA(⽣産終了)

開発中パッケージ
TSSOP SON(MAP仕様)

LQFP QFN(MAP仕様)

QFN
(ウェッタブルフランク仕様)

開口モールド(丸) 両面電極 (上部)

開口モールド(四角) 両面電極(下部)
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(1)1by1 ロットトレーシング技術
１チップ単位で対応可能なトレーシング技術と品質管理
フレーム/パッケージＩＤ(情報)によるトレーサビリティ

リードフレームとパッケージに
ＩＤ(情報)を刻印

リードフレーム枠 ID:1505310123
Product Name:R2A45678***
Assy Lot:HE30123Q
Wafer Lot:ZA123456

01,01 / 24 / 0123,0456
01,02 / 24 / 0123,0457
02,01 / 24 / 0123,0458

＋

ＩＤ(情報)を刻印 02,01 / 24 / 0123,0458
02,02 / 24 / 0123,0459
03,01 / 25 / 0001,0001
03,02 / 25 / 0001,0002
︓
︓

（SEMI準拠）

ロット・ウエハ・チップ情報

▲▲▲

リードフレーム パッケージ部

ac b ＋
パッケージ面

:HAND1         

ID_MARK:5EAB0123
Product Name:R2A45678***
Assy Lot:HE30123Q

<< Test Result Data >>
$#HEADER#$
テスタホスト番号 :1             :ハンドラ／プローバ名 :HAND1         
:
テスタ番号 :5             :ジョブプログラム名 :TEST      
:
テストヘッド番号 :1             :テスト開始日付 :              
:

No 工程コード 工程名称 Trn
日時
1 6-120-010 組⽴-ペレット付け 分割
2019/7/26 16:01 3840
2 6-120-010 組⽴-ペレット付け 完成
2019/7/26 16:01 3840
3 6-120-040 組⽴-キュアベーク ロット属
性変更 2019/7/26 16:01
4 6-120-040 組⽴-キュアベーク 数量変
更 2019/7/26 16:02 5120
5 6-120-040 組⽴-キュアベーク 着工
2019/7/26 16:17 5120

ロット・ウエハ・チップ情報

リードフレーム パッケージ部
:
デバイス名 :TEST          :テスト工程コート゛ :070           
:
ロット番号 :PASS          :拡散ロット :              
:
ウェハ番号 :1             :完成数 :XXXXX         
:
デバイス番号 :1             :着工数 :XXXXX         
:
コメント :SOP8 OS 1DUT REV.00                           
:
不良率管理上限(%)    :*****         :不良率管理下限(%)    
:*****         :
リテストコード :0             :担当 :TS5-1         
:
テスト開始日付 :2012/11/07_12.44.24  :
テスト終了日付 :2012/11/07_12.44.25  :
︓
︓

2019/7/26 16:17 5120
6 6-120-040 組⽴-キュアベーク 完成
2019/7/26 20:09 5120
7 6-120-090 組⽴-ワイヤーボンディング 着工
2019/7/27 14:26 5120
8 6-120-090 組⽴-ワイヤーボンディング 完成
2019/7/27 20:26 5120
9 6-120-110 組⽴-外観検査 着工
2019/7/29 11:54 5120
10 6-120-110 組⽴-外観検査 完成
2019/7/29 11:56 5120
11 6-130-010 封止-モールド 着工
2019/7/30 2:34 5120
12 6-130-010 封止-モールド 完成

管理サーバー

テスト情報 工程情報

トレーシング
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管理サーバー
現品マークコードのご連絡から即時トレーシング可能



(2)QFNウェッタブルフランク技術
開発中パッケージ

ノンリードパッケージに適用、高品質な接合性を提供
実装部視認性向上

実装強度向上（安定したフィレットの形成）

開発中パッケージ

実装強度向上（安定したフィレットの形成）
実装性向上（下⾯切断バリの低減、実装平坦性の向上）

一般的なＱＦＮ 
ウエッタブル構造 

他仕様例
（切込み⽅式）

弊社ご提案 
一般的なＱＦＮ 

ウエッタブル構造 
他仕様例

（切込み⽅式）
弊社ご提案 

ご提案

端子側面部端子側面部

実装端子部 端子部

レジン レジン

端子 端子実装端子部 端子部

レジン レジン

端子 端子実装端子部
フィレット

実装部視認性 △（フィレット形状） ○ ○
実装強度 △ ○ ○

半田
実装基板
半田

← 実装基板 →

実装基板実装基板 フィレットフィレット

実装端子部
フィレット

実装部視認性 △（フィレット形状） ○ ○
実装強度 △ ○ ○

半田
実装基板
半田

← 実装基板 →

実装基板実装基板 フィレットフィレット
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実装強度 △ ○ ○
実装性 △（切断バリ） △（切断バリ） ○
実装強度 △ ○ ○
実装性 △（切断バリ） △（切断バリ） ○



(2)QFNウェッタブルフランク技術

信頼性試験の結果 AECQ-100 RevH Grade0

No. 評価 内容 時間 評価結果
1 高温保存 150℃ 3000h OK1 高温保存 150℃ 3000h OK
2 温度サイクル -65℃〜150℃ 3000cyc OK
3 高温高湿保存 85℃,85％ 1500h OK
4 PCT 121℃,100% 128h OK4 PCT 121℃,100% 128h OK

信頼性確認結果、
SATでの剥離確認 及び OPEN/SHORT確認で問題なしSATでの剥離確認 及び OPEN/SHORT確認で問題なし
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(3)センサ⽤チップ露出・開口モールド技術
開発中パッケージ

特⻑
基板やフレームにチップ、ワイヤボンディング組⽴後、
センサエリア以外の領域に樹脂壁成型が可能

開発中パッケージ

センサエリア以外の領域に樹脂壁成型が可能
効果
①外形寸法小型化（□7mmの場合、⾯積比約50％削減）
②基板・ガラスの低コスト化②基板・ガラスの低コスト化
③組⽴後のワイヤ高信頼性
④樹脂壁厚化による高耐湿性

樹脂壁

フレーム

④樹脂壁厚化による高耐湿性

チップ

フレーム

チップサイズが同じでも壁厚分
PKGサイズを小型化可能

小型化
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小型化



(3)センサ⽤チップ露出・開口モールド技術
開発中パッケージ

PKGタイプ 外形寸法 開口寸法
■パッケージ例 mmご提案

開発中パッケージ

SON6 3.5 x 3.5 x 0.635 □1.0

SON24 5.0 x 5.0 x 0.635 □3.0

QFN48 7.0 x 7.0 x 0.635 □5.0 ※四角形の開口部QFN48 7.0 x 7.0 x 0.635 □5.0

SON8 3.5 x 3.5 x 0.715 □1.0

SON8 3.5 x 3.5 x 0.715 〇0.8

※四角形の開口部

SON8 3.5 x 3.5 x 0.715 〇0.8

※丸形の開口部

No. 評価 内容 時間 評価結果
1 高温保存 150℃ 500h OK

信頼性試験の結果

1 高温保存 150℃ 500h OK
2 温度サイクル -65℃〜150℃ 500cyc OK
3 高温高湿保存 85℃,85％ 1000h OK
4 PCT 121℃,100％ 100h OK
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4 PCT 121℃,100％ 100h OK



(4)両面電極・Exposed Die Pad実装技術
開発中パッケージ

高電圧・高放熱 両面電極
◆効果
①⼤電流に対応可能 一般品と比較して16％電流が多く流せます。

開発中パッケージ

①⼤電流に対応可能 一般品と比較して16％電流が多く流せます。
（放熱シミュレーションより算出）

②高放熱パッケージが製作可能
③リード付きタイプも製作可能

ワイヤー
上⾯電極

チップ ワイヤー
上⾯電極

チップ③リード付きタイプも製作可能
④既存品で40Ｖ、50Ａの実績あり

下⾯電極

電極端子

下⾯電極

電極端子

◆両⾯電極品 ◆比較品
放熱シミュレーション比較
◆両⾯電極品 ◆比較品

◆中央部断⾯ 最⼤値︓139.8℃ ◆中央部断⾯ 最⼤値︓158.1℃
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樹脂成型事業のご紹介樹脂成型事業のご紹介

SOP 基板PKG(小型) 基板PKG(大型)QFN(放熱板付き)

QFP 基板PKG(小型)
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独自技術のご紹介 PLAPACS®の特⻑と他社比較
◆樹脂配合技術と⾃社モールド⾦型加⼯技術により、
高耐湿性、高寸法精度を兼ね備えたプラスチック
中空パッケージを提案

PLAPACSPLAPACS® ® 

中空パッケージを提案

◆他社プラスチックパッケージ、セラミックスパッ
ケージと比較し優れた特性を有す PLAPACSPLAPACS® ® 

No. 項目 PLAPACS
他社

プラスチック セラミックス

ケージと比較し優れた特性を有す

No. 項目 PLAPACS®
他社

プラスチック
パッケージ

セラミックス
パッケージ

1 耐湿特性 ○ △ ◎
2 寸法精度 ◎ ○ △
3 軽量化 ◎ ◎ △
4 設計の⾃由度 ◎ ◎ △4 設計の⾃由度 ◎ ◎ △
5 放熱性 ◎ △ ◎
6 製品開発時の追加費用抑制 ◎ ○ △
7 製品開発時の切替時間短縮 ◎ ○ ○
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7 製品開発時の切替時間短縮 ◎ ○ ○



⽣産状況

⽣産数⽐率 ⽤途別⽣産数⽐率

PLAPACS

セキュリティ

2% ⺠⽣

ＭＴＥＸ
ベトナム

⾞載

46%
産業

43%

PLAPACS

1%

2% ⺠⽣

8%42%

58%
46%

43%58%
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品質改善活動の取り組み

ＭＴＥＸ全社品質目標・電子デバイス製造部 品質目標

品品 質質 改改 善善 活活 動動

分析・調査 改善活動展開

不良率
前年比

10％低減

・⼯程毎の発生傾向
・重点項目抽出

データ集計データ集計

品質情報 分析・調査 改善活動展開

Zero DefectZero Defect活動活動

不良率 【製造部門】
活動実施

【生産技術部門】
活動実施

・重点項目抽出
・半期推移、等

異常発生件数

【製品開発部門】
活動実施

【装置管理部門】
活動実施

異常発生件数

社内外是正処置

進捗状況のフォロー
（１回/月）

⼯程点検
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